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PRESSEINFORMATION

APECS setzt europaisches Signal: Technologische Exzellenz
und enge Pilot-Linien-Kooperation auf der SEMICON Europa

Die APECS-Pilotlinie gewinnt weiter an strategischer Bedeu-
tung. Auf der SEMICON Europa 2025 zeigte sich deutlich, wie
APECS technologische Schwerpunkte scharft, europaische
Partnerschaften vertieft und zur Umsetzung der »Chips for
Europe Initiative« beitragt. Auf dem Gemeinschaftsstand des
Chips Joint Undertaking und beim STCO-Workshop wurden
neueste APECS-Entwicklungen in den Bereichen Heteroin-
tegration, Packaging und Design prasentiert. Erganzt wurde
der Messeauftritt durch Beitrage in der europaischen Pilotli-
nien-Paneldiskussion und bilaterale Fachgesprache mit einer
niederlandischen Delegation.

Als europaische Referenzinfrastruktur verkntpft APECS — die Pilotlinie fr
»Advanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic Com-
ponents and Systems« — Forschung, Entwicklung und Pilotfertigung zu
einem ganzheitlichen Ansatz. Durch die vernetzte Zusammenarbeit mit
den anderen europaischen Pilotlinien, dem niederschwelligen Technolo-
giezugang fur Industrieunternehmen, Universitaten, KMU und Start-ups
sowie durch die enge Zusammenarbeit der zehn Partner aus acht europa-
ischen Landern tragt die APECS-Pilotlinie seit einem Jahr entscheidend
dazu bei, Europas technologische Resilienz im Rahmen des EU Chips Acts
zu starken und die Halbleiterindustrie wettbewerbsfahiger und unabhan-
giger zu machen.

APECS etabliert sich als zentrale europadische Infrastruktur fir
Advanced Packaging und Heterointegration
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Am Messestand des Chips Joint Undertaking (Chips JU), an dem sich alle
europaischen Pilotlinien prasentierten, konnten Besucher:innen der SEMI-
CON Europa einen Einblick in die Potenziale und Fortschritte der APECS-
Pilotlinie gewinnen. Der gemeinsame Auftritt verdeutlichte die enge Ver-
netzung innerhalb des européischen Pilotlinien-Okosystems und die stra-
tegische Bedeutung von APECS fiur die Umsetzung der »Chips for Europe
Initiative«.

Ein besonderes Highlight des Messeprogramms war der APECS-Workshop
zur System-Technology-Co-Optimization (STCO). Johannes Rittner, Pro-
ject Lead Technology APECS in der FMD-Geschéftsstelle, betonte bei sei-
ner Eréffnungsrede die zentrale Rolle von STCO beim Management von
Systemdesign, Test, Zuverlassigkeit und Fertigung. Benjamin Prautsch vom
Fraunhofer IIS/EAS erlduterte anschlieBend, wie STCO die Entwicklung he-
terogener Prototypen optimiert und sicherstellt, dass Leistung, Kosten und
Skalierbarkeit effizient erflllt werden. Im Workshop diskutierten die Teil-
nehmer:innen auBerdem technologische Enabler wie Chiplet-Technolo-
gien und die 2,5D/3D-Integration.

Rolle der Pilotlinien fiir das europiische Halbleiter-Okosystem

Dr. Stephan Guttowski, Leiter der FMD-Geschéftsstelle, prasentierte die
APECS-Pilotlinie zudem in der von Jari Kinaret (Chips JU) moderierten Pa-
neldiskussion »European Pilot Lines — Aligning Strategy, Efficiency, and
Implementation«. Gemeinsam mit Vertretungen der anderen europai-
schen Pilotlinien NanolC, FAMES, WBG und PixEurope diskutierte er zent-
rale Fragen zur strategischen Ausrichtung der Pilotlinien. Guttowski zeigte
auf, wie APECS das europaische Halbleiter-Okosystem starkt, indem es
niedrigschwelligen Zugang zur fortschrittlichen Infrastruktur fGhrender
Forschungsinstitute bietet und so Innovationen im Bereich Advanced
Packaging und Heterointegration beschleunigt: »Durch die Vernetzung
von Partnern aus den Bereichen Design, Materialentwicklung, Equipment
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und Fertigung tragt APECS dazu bei, robuste europaische Wertschop-
fungsketten aufzubauen, erhéht Europas technologische Resilienz und
unterstltzt den Transfer von der Forschung in die industrielle Anwen-
dung. Die Pilotlinien haben bereits starke Dynamik erzeugt. Kiinftig wol-
len wir noch intensiver mit europdischen Industriepartnern zusammenar-
beiten. «

Vertiefte europaische Kooperationen: Strategischer Austausch mit
niederlandischer Delegation

Passend zum diesjahrigen SEMICON-Leitthema »Globale Kooperationen
fur die wirtschaftliche Widerstandsfahigkeit Europas« intensivierte APECS
den Austausch mit europaischen Partnern, u.a. bei einem gemeinsamen
Workshop mit einer niederlandischen Delegation. Die bereits enge Zusam-
menarbeit zwischen niederlandischen Forschungs- und Technologieinsti-
tutionen — darunter TNO — und deutschen Akteuren wie der Forschungs-
fabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD), dem German Chips Compe-
tence Centre (G3C) sowie der APECS-Pilotlinie wurde bei einem Treffen
im Rahmen der SEMICON Europa 2025 gezielt vertieft.

Im Mittelpunkt standen die Identifizierung gemeinsamer priorisierter FUE-
Themen und die Vernetzung nationaler Technologieprogramme beider
Lander. Der Austausch diente zugleich als Auftakt fir geplante Technolo-
gie-Workshops in den Niederlanden Ende des Jahres und bereitete die
Grundlage fir die Ausarbeitung eines deutsch-niederlandischen Aktions-
plans.
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Uber die APECS-Pilotlinie

Im Rahmen des EU Chips Acts baut die Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD) mit APECS in den kommenden Jahren eine umfassende Pi-
lotlinie fur resiliente und vertrauenswirdige heterogene Systeme auf, die die In-
novationsfahigkeit der europdischen Industrie in ihrer gesamten Breite fordert
und einen wesentlichen Baustein im Hinblick auf die technologische Resilienz
Europas bildet. Durch die Aktivierung neuer Funktionalitdten im Rahmen des
»System Technology Co-Optimization« (STCO) Ansatzes, des end-to-end De-
signs sowie der Pilotproduktionskapazitaten ermoglicht die Pilotlinie die Weiter-
entwicklung von Innovationen von der Forschung zu praktischen und skalierba-
ren Fertigungslésungen. DarUber hinaus bietet APECS einen One-Stop-Shop fur
Kunden in praktisch allen klassischen vertikalen Industriebranchen, einschlieBlich
GroBunternehmen, KMU und Start-ups.

In einem starken europaischen Konsortium bundelt APECS die technologischen
Kompetenzen, Infrastrukturen und das Know-how von insgesamt zehn Partnern
aus acht europaischen Landern: Deutschland (Fraunhofer-Verbund Mikroelekt-
ronik, FBH, IHP), Osterreich (TU Graz), Finnland (VTT), Belgien (imec), Frankreich
(CEA-Leti), Griechenland (FORTH), Spanien (IMB-CNM, CSIC) und Portugal (INL).
Die APECS-Pilotlinie wird von der Fraunhofer-Gesellschaft koordiniert und von
der FMD implementiert.

APECS wird durch Chips Joint Undertaking und durch nationale Férderungen
von Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Osterreich, Portu-
gal und Spanien im Rahmen der »Chips for Europe Initiative« kofinanziert. Die
Gesamtfinanzierung fir die APECS-Pilotlinie belduft sich auf 730 Millionen Euro
Uber 4,5 Jahre. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.apecs.eu/.
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Die FMD als Kooperation von 13 Fraunhofer-Instituten mit den Leibniz-Instituten
FBH und IHP ist der zentrale Ansprechpartner fur alle Fragestellungen rund um
die mikro- und nanoelektronische Forschung und Entwicklung in Deutschland
und Europa. Als One-Stop-Shop verbindet die FMD wissenschaftlich exzellente
Technologien und Systemldésungen ihrer kooperierenden Forschungsinstitute zu
einem kundenspezifischen Gesamtangebot. Unter dem virtuellen Dach der FMD
entstand somit 2017 einer der gré3ten Zusammenschlisse dieser Art mit inzwi-
schen mehr als 5400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer einzigartigen
Kompetenz- und Infrastrukturvielfalt. Mehr Informationen finden Sie unter
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de
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STCO Workshop

Explote how STCO'helps turn
complexityinto performance,
flexibility and efficiency

Novembéf 19, 2025 | 09:00 - 13:00
Messe Miinchen | Conference Room B13
Part of SEMICON Europa 2025
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What is STCO? .
isti tronics
olistic approach to the futur_e of_ elec! 5
Jéyr}stem-Tef:)l'}?ncIogy-Co'Optim\zatlon (STCO) integrates
system architecture, design and progcess technology from
the start-By breaking down silosfSTCO enables:
. measurablé performance imprpveme:ts
xibility to adapt i@ new requuemen S :
: ’icftegratiyon of emerging i8ehnologies and matena}s
. cost efficiency across proCesses anfj supply chains
STCO Is not just about optimization. It is about un|_ock|ng
inffiovation across the efitire electronics value chain.

Ein besonderes Highlight des
Messeprogramms war der
STCO-Workshop: Durch die
Aktivierung neuer Funktionali-
taten im Rahmen des »System
Technology Co-Optimiza-
tion«-Ansatzes, des end-to-
end Designs sowie der Pilot-
produktionskapazitaten er-
maoglicht die APECS-Pilotlinie
die Weiterentwicklung von In-
novationen von der Forschung
zu praktischen und skalierba-
ren Fertigungslésungen.
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